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了它的目的，并让当今大部分发达国家
实现了工业化，但它增加了温室气体排
放，对全球环境造成巨大的不利影响，
导致全球气温上升和极端天气状况增加。
随着新兴经济体和前沿经济体步入工业
化阶段，这种基于化石燃料的集中式电
力和运输网络不可持续，需要面向未来
的新一代能源网络。

21 世纪能源网络
为实现新兴经济体和前沿经济体工

业化并维持发达经济体生活水平，下一
代能源基础设施必须对全球环境极为有
利。全球科学家已达成共识，我们必须
将温室气体排放足迹减少到 2000 年的
水平，将全球气温上升限制在 1.5oC 以
下，才能拥有一个可持续发展的未来。
要实现面向未来的可持续能源网络，安
森美认为 21 世纪的能源网络将主要基于
太阳能和风能等可再生能源，并结合能
源储存的能力。此外，我们认为能耗必
须向电动汽车 (EV) 等高效和零排放的负
载迁移，以实现可行且可持续的能源网
络。

20 世纪能源网络
在 20 世 纪， 主 要 通 过 燃 烧 煤 炭 等

化石燃料在大型发电站集中发电。然后，
电力通过长距离输电网络传输，并通过
本地配电网络供应给用户。由于内燃机
(ICE) 的普及，运输网络出现了类似的
能源基础设施，以化石燃料为主要能源
在不稳定的脆弱性地域进行长距离运输。

尽管这种能源和运输基础设施达到

满足21世纪电气化需求，
实现净零排放的未来
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21 世纪的能源网络，无论是太阳能、
风能和储能等可再生能源，还是电动汽
车和变频电机等高效负载，都需要功率
半导体来实现。对于太阳能、风能和储能，
主 要 采 用 绝 缘 栅 双 极 型 晶 体 管 (IGBT)
和 碳 化 硅 (SiC)， 将 间 歇 性 可 变 能 源 转
换为可持续性的一致能源网络，提供零
排放的可再生能源。对于新兴的电动汽
车 和 充 电 基 础 设 施，IGBT 和 SiC 在 可
预见的未来都将成为运输能源网络的主
力，促进实现零排放运输网络。对于工
业、楼宇和工厂自动化，采用 IGBT 和
金属氧化物场效应晶体管 (MOSFET) 实
现变频无刷直流电机 (BLDC)；人类与
云和 5G 网络的连接也是如此。最新一
代 的 MOSFET 技 术 正 助 力 高 效 电 源 和
UPS，为全球人类网络提供无处不在的
连接。安森美认为，功率半导体将成为
21 世纪能源网络的驱动力，以实现可持
续的未来。

功率半导体的增长动力
为了实现面向未来的可持续全球能

源网络，全球所有主要经济体和地区都
在采取不同程度的法规和激励措施，以
实现去碳化并限制温室气体排放。在法
规、激励措施和可观的投资回报的共同
驱动下，我们预计可再生能源容量 (GW)
在未来十年将翻一番。由于太阳能光伏
电池板成本下降，太阳能将成为这一增
长的主要驱动力。

在拥有化石能源主要用户和最大碳
排放者的运输网络中，鉴于政府法规，
以及汽车制造商将更广泛的产品组合搭
载更长行驶里程的汽车推向市场，将加
速 电 动 汽 车 (EV) 的 变 革 步 伐。 加 速 采
用电动汽车的另一个因素是化石燃料储
量减少以及由此带来的开采成本增加。

随着工业化进程的加快，尤其是在
新兴经济体和前沿经济体中，电机的使
用在不断增加。在发达国家，楼宇和工
厂自动化将保持增长，以抵消更高（且
持续上升）的劳动力成本。该领域的法
规将要求使用更高效的电机，这也将需
要更高效的逆变器来驱动这些电机，以
免浪费能源。

全 球 大 约 有 45% 的 电 力 消 耗 在 电
机上，因此电机效率提高将对降低能耗
产生重大影响。其相关逆变器对于实现
这些改进至关重要，我们预计在未来 10
年内，在交流和直流电机应用中，这些
设备的使用量将翻一番。虽然运营费用
的降低会带来有利影响，但预期这里的
主要驱动力将是更严格的能效法规。

功率半导体：零排放的关键驱动
力

如 前 所 述， 功 率 半 导 体 将 成 为 21
世纪可再生能源和高效负载能源网络的
关键驱动力。为了使功率半导体能够帮
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的系统级效率。要提供面向 21 世纪的高
效可持续网络，唯一途径是在所有这些
技术领域的持续创新。

安 森 美 是 硅 (Si) 技 术、 行 业 领 先
MOSFET 和 IGBT 技术方面的公认领军
企业，同时正在大力投资以实现 SiC 竞
争力的跳跃式发展，为市场提供出色的
开关技术。

SiC 是一种新型宽带隙 (WBG) 材料，
其性能明显优于同等硅基器件。其主要
性能驱动因素是可实现更高密度的单元
结构。这种更高的单元密度可提高效率，
允许电动汽车使用相同的电池组提供更
长的行驶里程。

对 于 IGBT， 硅 片 的 晶 圆 厚 度 和 深
场停止层对于提高效率和增加功率能力
变得非常关键。对于 MOSFET，关键驱
动因素则是单元间距和单元密度。安森
美持续推动减少这两个因素，从而提升
效率。

要 从 器 件 中 散 发 热 量 并 提 高 可 靠
性，封装的创新是一个重要考虑因素。
根据应用，可以使用分立器件或模块。
在电动汽车等很高功率 (150kW-250kW)
的应用中，主驱模块可能是理想选择。

封装创新有三个关键领域：互连、
材料和模块。在互连领域，从焊料互连
转向烧结或烧结夹，可以降低接触电阻，
进而提高可靠性。

助我们持续高效地利用能源并实现零排
放，需要在三个关键领域取得进展：

·开关技术性能
·高效封装
·成本和容量
无 论 是 MOSFET、IGBT 还 是 SiC

器件，开关时的关键驱动力都将是技术
创新，以此提高开关的运行效率，同时
降低静态和动态损耗。另一个关键变量
是高效封装，因为并没有真正理想的开
关，总会有一些必须以热量形式从半导
体芯片中释放出的损耗。从商业角度来
看，成本始终是一个重要因素，随着电
动汽车、可再生能源基础设施和云电源
的指数级增长，这些技术的供应链弹性
成为最关键的因素之一。

功率半导体技术
在半导体技术中，其使用方法通常

特定于应用，最优化开关技术的选择将
依据功率水平和开关频率，以实现很高
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在材料领域，关键创新涉及银和铜
的烧结以及最终嵌入，这可以延长生命
周期并提高功率密度。在主驱模块中，
封装热阻是一个关键参数。在此，使用
双面直冷可显著改善热阻，从而提高功
率密度。

除 了 开 关 和 封 装 方 面 的 技 术 进 步
外，安森美还提供了可靠且高弹性的供
应 链。 尽 管 安 森 美 采 用 其 Fab-lite（ 轻
晶圆厂）模式，但它是为数不多的一家
能够在内部加工自己的晶圆的功率半导
体公司，可提供稳固的供应链。最近的
GT Advanced Technologies 收购可确保
SiC 的高度垂直整合和弹性供应链，SiC
是实现未来可持续增长的关键技术之一。
通过与包括晶圆厂和代工厂在内的第三
方的长期合作伙伴，供应链弹性得到增

强。

总结
21 世纪的下一代高效能源网络将建

立在具有存储能力的可再生能源之上，
同时将非常有效地利用由电动汽车、变
频电机和高效负载驱动的网络。然而，
只有借助出色的硅和 SiC 开关技术、高
效可靠的封装和弹性供应链，才能实现
这些净零排放未来的关键驱动力。

安 森 美 是 硅 基 器 件 领 域 公 认 的 领
军企业，通过大量投资，它正成为基于
SiC 器件领域的佼佼者，继续为行业提
供智能高效的功率半导体。

简而言之，安森美器件将成为未来
能源网络的关键驱动力，并将使行业实
现净零排放。

原厂约稿   Supplier Manuscript

广告


